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Abstract (en)
[origin: US2019171164A1] A method of manufacturing a clock or watch component (19; 29) includes (i) providing (Ell; E21) a wafer (11; 21) having
a single slice (12; 22) including a material of the component, notably silicon, diamond, quartz, sapphire or ceramic, optionally first coating the lower
surface of the slice (22) with a lower layer (24), (iii) etching (E12 to E14; E22 to E24) the slice (12; 22) starting from its upper surface to form at least
one clock or watch component, (iv) revealing (E15; E25) at least one clock or watch component (19; 29), by removing a layer that served as a mask
for etching (E15; E25) and (y) optionally releasing (E26) the slice and the at least one etched clock or watch component by removing the lower layer
(24).

Abstract (fr)
Procédé de fabrication d'un composant horloger (19 ; 29), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :* se munir (E11 ; E21) d'un wafer
(11 ; 21) comprenant une seule plaquette (12 ; 22) comprenant un matériau du composant, notamment du silicium, du diamant, du quartz, du saphir
ou de la céramique,* optionnellement revétir au préalable la surface inférieure de ladite plaquette (22) par une couche inférieure (24),* graver (E12
a E14 ; E22 a E24) ladite plaquette (12 ; 22) du wafer (11 ; 21) a partir de sa surface supérieure pour former au moins un composant horloger,*
révéler (E15 ; E25) au moins un composant horloger (19 ; 29), en retirant une couche ayant servi de masque pour la gravure (E15 ; E25),+ et
optionnellement libérer (E26) ladite plaquette et le au moins un composant horloger gravé par enlévement de la couche inférieure (24).
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